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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月29日(2018.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力供給システムであって、
　複数のリードと第１及び第２のパッド表面を備えるパッドとを有するクワッドフラット
ノーリード（ＱＦＮ）タイプのリードフレームであって、前記第１のパッド表面が窪んだ
部分と窪んでいない部分とを有し、前記窪んだ部分が複数の半導体チップを取り付けるた
めに適した深さとアウトラインとを有し、前記パッドが前記電力供給システムのスイッチ
ノード端子に結びつけられ得る、前記ＱＦＮタイプのリードフレームと、
　前記第２のパッド表面に取り付けられるドライバ及びコントローラチップであって、前
記リードフレームのそれぞれのリードにボンディングワイヤで結び付けられる複数の端子
を有する、前記ドライバ及びコントローラチップと、
　前記ドライバ及びコントローラチップと前記ボンディングワイヤと前記第２のパッド表
面とを封止し、前記第１のパッド表面を風刺されないまま残す、パッケージと、
　前記第１のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けられるドレイン端子を有する第１の
電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）チップであって、前記第１のパッド表面の前記窪んでい
ない部分と共面であるソース端子とゲート端子とを更に有し、前記第１のＦＥＴチップの
前記ソース端子が前記電力供給システムの接地される出力端子としてのボード端子に結び
つけられ得る、前記第１のＦＥＴチップと、
　前記第１のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けられるソース端子を有する第２のＦ
ＥＴチップであって、前記第１のパッド表面の前記窪んでいない部分と共面であるドレイ
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ン端子とゲート端子とを更に有し、前記第２のＦＥＴチップの前記ドレイン端子が前記電
力供給システムの入力端子としてのボード端子に結びつけられ得る、前記第２のＦＥＴチ
ップと、
　を含む、電力供給システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力供給システムであって、
　前記第１のＦＥＴチップが、ローサイドトランジスタとして機能するドレインＦＥＴを
含む、電力供給システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の電力供給システムであって、
　前記第２のＦＥＴチップが、ハイサイドトランジスタとして機能するソースダウンＦＥ
Ｔを含む、電力供給システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の電力供給システムであって、
　前記２つの取り付けられたＦＥＴチップがコンバータを形成する、電力供給システム。
【請求項５】
　請求項３に記載の電力供給システムであって、
　前記２つの取り付けられたＦＥＴチップがコンバータを形成する、電力供給システム。
【請求項６】
　マルチチップ半導体パッケージであって、
　複数のリードと第１及び第２のパッド表面を備えるパッドとを有するクワッドフラット
ノーリード（ＱＦＮ）タイプのリードフレームであって、前記第１のパッド表面が窪んだ
部分と窪んでいない部分とを有し、前記窪んだ部分が複数の半導体チップを取り付けるた
めに適した深さとアウトラインとを有し、前記パッドがスイッチノード端子に結びつけら
れ得る、前記ＱＦＮタイプのリードフレームと、
　前記第２のパッド表面に取り付けられるドライバ及びコントローラチップであって、前
記リードフレームのそれぞれのリードにボンデンィングワイヤで結び付けられる複数の端
子を含む、前記ドライバ及びコントローラチップと、
　前記ドライバ及びコントローラチップと前記ボンディングワイヤと前記第２のパッド表
面とを封止し、前記第１のパッド表面を封止されないまま残す、パッケージと、
　前記第１のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けられるドレイン端子を有する第１の
電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）チップであって、前記第１のパッド表面の前記窪んでい
ない部分と共面であるソース端子とゲート端子とを更に有し、前記第１のＦＥＴチップの
前記ソース端子が接地される出力端子としてのボード端子に結びつけられ得る、前記第１
のＦＥＴチップと、
　前記第１のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けられるソース端子を有する第２のＦ
ＥＴチップであって、前記第１のパッド表面の前記窪んでいない部分と共面であるドレイ
ン端子とゲート端子とを更に有し、前記第２のＦＥＴチップの前記ドレイン端子が入力端
子としてのボード端子に結びつけられ得る、前記第２のＦＥＴチップと、
　を含む、マルチチップ半導体パッケージ。
【請求項７】
　請求項６に記載のマルチチップ半導体ハッケージであって、
　前記第１のＦＥＴチップが、ローサイドトランジスタとして機能するドレインＦＥＴを
含む、マルチチップ半導体パッケージ。
【請求項８】
　請求項７に記載のマルチチップ半導体パッケージであって、
　前記第２のＦＥＴチップが、ハイサイドトランジスタとして機能するソースダウンＦＥ
Ｔを含む、マルチチップ半導体パッケージ。
【請求項９】
　電力供給システムを製造する方法であって、
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　リードと第１及び第２のパッド表面を備えるパッドとを有するリードフレームを提供す
ることであって、前記第１のパッド表面が、半導体チップを取り付けるために適した深さ
とアウトラインとを有する窪んだ部分を有する、前記提供することと、
　前記第２のパッド表面上にドライバ及びコントローラチップを取り付けることと、
　ボンディングワイヤを用いて前記ドライバ及びコントローラチップの端子を前記リード
フレームのそれぞれのリードに接続することと、
　前記ドライバとコントローラのチップと前記ボンディングワイヤと前記第２のパッド表
面とをパッケージング化合物に封止し、前記第１のパッド表面を封止されないまま残す、
前記封止することと、
　その後、第１の電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）チップのソース端子とゲート端子とが
前記第１のパッド表面の窪んでいない部分と共面であるように、そのドレイン端子で前記
第１のＦＥＴチップを前記第１のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けることと、
　第２のＦＥＴチップのドレイン端子とゲート端子とが前記第１のパッド表面の前記窪ん
でいない部分と共面であるように、そのソース端子で前記第２のＦＥＴチップを前記第１
のパッド表面の前記窪んだ部分に取り付けることと、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、
　パッドを前記電力供給システムのスイッチノード端子に接続し、前記第１のＦＥＴチッ
プの前記ソース端子を前記電力供給システムの接地される出力端子としてのボード端子に
接続し、前記第２のＦＥＴチップの前記ドレイン端子を前記電力供給システムの入力端子
としてのボード端子に接続することを更に含む、方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記第１のＦＥＴチップを取り付けることと前記第２のＦＥＴチップを取り付けること
とが、導電性接着材とｚ軸導体を備える重合体の化合物とを含むグループから選択される
取り付け材料を用いる、方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記リードフレームが、クワッドフラットノーリード（ＱＦＮ）又はスモールアウトラ
インノーリード（ＳＯＮ）タイプの構成を有する、方法。
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